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1. Wymagania techniczno-funkcjonalne dla karty elektronicznej – blankietu ELS 

 (legitymacja studencka) 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup wstępnie zadrukowanych blankietów ELS. 

Karty muszą być wykonane z materiału laminowanego nieulegającemu odkształceniu i rozwarstwieniu o 

wymiarach i właściwościach fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 

określonymi w normie ISO/IEC 7810, a jego właściwości i odporność muszą być potwierdzone badaniami 

przeprowadzonymi zgodnie z wieloczęściową normą ISO/IEC 10373.  

Blankiety nie mogą być wygięte, zniekształcone, porysowane oraz sklejone. Laminat po obydwu stronach karty 

płynnie przykrywa wszystkie zniekształcenia powierzchni – zwłaszcza w miejscu wprasowywania chipów. 

Wygląd legitymacji 

Wygląd blankietu ELS określa załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2016 nr poz. 1554 z późn. 

zm). 

Białe pole po stronie rewersowej jest położone w stosunku do brzegów karty z dokładnością +/- 

0,5 mm w poziomie i 23,5 mm w pionie. 

Karta procesorowa: 

Elektroniczna hybrydowa karta procesorowa o pojemności pamięci nieulotnej EEPROM, co najmniej 

24 kilobajtów, wyposażona w jednostkę kryptograficzną, z dwoma interfejsami: 

I. Stykowym: 

1) określonym w normach ISO/IEC 7816-1, ISO/IEC 7816-2 i ISO/IEC 7816-3; 

2) polecenia i odpowiedzi przesyłane podczas komunikacji karty z infrastrukturą 

informatyczną powinny mieć strukturę zgodną z APDU określoną w normie ISO/IEC 

7816-4; 

II. Bezstykowym:  

1) określonym w normie ISO/IEC 14443 typ A, zgodnym ze standardem przemysłowym 

MIFARE® dla protokołu klasycznego o pojemności pamięci 1 kilobajt (standard MF1 IC 

S50); 

2) spełniającym wymagania normy ISO/IEC 14443-1, ISO/IEC 14443-2, ISO/IEC 14443-3 

oraz opcjonalnie ISO/IEC 14443-4 przy zachowaniu pełnej antykolizyjności. 

Wraz ze zmianami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA 

WYŻSZEGO z dnia 19 stycznia 2018 r. poz. 229 zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dokumentacji przebiegu studiów tj. w załączniku nr 3 do rozporządzenia w opisie wzoru 

elektronicznej legitymacji studenckiej w ust. 12 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 

brzmienie:  

2)„plik EF.ELS o dwubajtowym identyfikatorze „00 02” (zapis w systemie szesnastkowym) 

zawierający wiadomość w formacie zgodnym ze specyfikacją techniczną ETSI TS 101 733, 

opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przy czym:” 
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Kompatybilność 

Zamawiający wymaga, żeby karty współpracowały z posiadanymi przez Zamawiającego drukarkami 

Evolis Securion SMART & CONTACTLESS.  

Karta ma być obsługiwana przez system USOS. 

Lista kart obsługiwanych przez system USOS zawarta jest w załączniku 2B do SIWZ. 

Dokumentacja 

Dostawca karty udostępnia Zamawiającemu, w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, dokumentację 

umożliwiającą programowanie karty oraz opcjonalnie narzędzia producenta umożlwiające zarządzanie 

danymi umieszczonymi na karcie oraz jej programowanie. 

Zabezpieczenia na czas dostawy 

Dostęp do układów elektronicznych blankietów ELS jest zabezpieczany na czas dostawy specjalnymi 

kluczami transportowymi dla części bezstykowej (MIFARE®) i stykowej. 

 

2. Wymagania techniczno-funkcjonalne dla karty elektronicznej – blankietu ELD 

(legitymacja doktorancka) 

 
Przedmiotem zamówienia jest zakup wstępnie zadrukowanych blankietów ELD. 

Karty muszą być wykonane z materiału laminowanego nieulegającemu odkształceniu i rozwarstwieniu 

o wymiarach i właściwościach fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu 

ID-1 określonymi w normie ISO/IEC 7810, a jego właściwości i odporność muszą być potwierdzone 

badaniami przeprowadzonymi zgodnie z wieloczęściową normą ISO/IEC 10373.  

Blankiety nie mogą być wygięte, zniekształcone, porysowane oraz sklejone. Laminat po obydwu 

stronach karty płynnie przykrywa wszystkie zniekształcenia powierzchni – zwłaszcza w miejscu 

wprasowywania chipów. 

Wygląd legitymacji 

Wygląd blankietu ELD określa załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2017; poz. 

1696). 

Białe pole po stronie rewersowej jest położone w stosunku do brzegów karty z dokładnością +/- 

0,5 mm w poziomie i 23,5 mm w pionie. 

Karta procesorowa: 

Elektroniczna hybrydowa karta procesorowa o pojemności pamięci nieulotnej EEPROM, co najmniej 

24 kilobajtów, wyposażona w jednostkę kryptograficzną, z dwoma interfejsami: 

I. Stykowym: 

1) określonym w normach ISO/IEC 7816-1, ISO/IEC 7816-2 i ISO/IEC 7816-3; 

2) polecenia i odpowiedzi przesyłane podczas komunikacji karty z infrastrukturą 

informatyczną powinny mieć strukturę zgodną z APDU określoną w normie ISO/IEC 

7816-4; 
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II. Bezstykowym:  

1) określonym w normie ISO/IEC 14443 typ A, zgodnym ze standardem przemysłowym 

MIFARE® dla protokołu klasycznego o pojemności pamięci 1 kilobajt (standard MF1 IC 

S50); 

2) spełniającym wymagania normy ISO/IEC 14443-1, ISO/IEC 14443-2, ISO/IEC 14443-3 

oraz opcjonalnie ISO/IEC 14443-4 przy zachowaniu pełnej antykolizyjności. 

 

Kompatybilność 

Zamawiający wymaga, żeby karty współpracowały z posiadanymi przez Zamawiającego drukarkami 

Evolis Securion SMART & CONTACTLESS.  

Karta ma być obsługiwana przez system USOS. 

Lista kart obsługiwanych przez system USOS zawarta jest w załączniku 2B do SIWZ. 

 

Dokumentacja 

Dostawca karty udostępnia Zamawiającemu, w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, dokumentację 

umożliwiającą programowanie karty oraz opcjonalnie narzędzia producenta umożlwiające zarządzanie 

danymi umieszczonymi na karcie oraz jej programowanie. 

 

Zabezpieczenia na czas dostawy 

Dostęp do układów elektronicznych blankietów ELD jest zabezpieczany na czas dostawy specjalnymi 

kluczami transportowymi dla części bezstykowej (MIFARE®) i stykowej. 

 


